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常州同惠电子股份有限公司 

关于签署《东南大学—同惠电子先进功率芯片 

测试技术联合研发中心合作协议》的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、 协议签署概况  

    常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”或“委托方”）与东南大学

（以下简称“受托方”）于 2023 年 3 月 20 日，签署了《东南大学—同惠电子

先进功率芯片测试技术联合研发中心合作协议》（以下简称“协议”）。 

协议合作周期为三年，每年启动并完成若干项研发项目。 

协议有效期（2023年-2025年）内，委托方向受托方三年累计提供经费总额

为人民币1,000万元： 其中2023年支付500万元、 2024年支付200万元、2025年

支付300万元，如当年项目完成超出预期，甲方可以提前拨付后续费用或追加经

费。 

 

二、 合作方基本情况 

1、合作方名称：东南大学 

2、项目负责人：孙伟峰 

3、项目联系人：刘斯扬 

 

三、 协议主要内容 

（一） 合作方 



委托方：常州同惠电子股份有限公司 

受托方：东南大学 

（二） 主要合作内容 

双方决定共建“东南大学—同惠电子先进功率芯片测试技术联合研发中心”

（以下简称联合研发中心），面向行业重大战略需求和经济社会发展需要，发挥

东南大学在先进功率芯片测试的前沿技术优势，在功率芯片测试领域进行深层次

合作，开发世界级水平、具有自主知识产权的、符合市场与应用需求的先进功率

半导体芯片测试技术及设备，包括发展战略方向研究、硅基功率器件测试技术、

宽禁带功率器件测试技术、功率半导体集成电路测试技术等项目的开展，加速先

进功率芯片测试技术及设备等研究成果的产业化。 

 

四、 合作对公司的影响  

1、 本次合作，使双方达成在“先进功率芯片测试技术”的产学研深度融合

专项合作，建立了校企产学研紧密结合的长效机制，充分发挥校企双方优势，推

动合作成果落地应用，有利于推动企业在功率芯片测试尤其是宽禁带功率芯片测

试领域的高速高质量发展，提高公司在电子测量仪器行业的核心竞争力和持续经

营能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。 

2、本协议的签署及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不

会因履行协议产生变化。 

3、本协议签署后，因履行协议产生的技术成果知识产权归双方共同所有，

委托方可以为经营等目的自主决定使用上述知识产权，并单独获得使用收益。受

托方有权将该技术成果用于自身的教学及科研等领域。双方可根据需要联合申报

并实施各级各类科研项目、产学研合作项目等。 

4、本次所签署的协议无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易和

重大资产重组。 

 

五、 风险提示 

本协议仅为合作双方框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规

规定程序由合作双方另行商议和约定。公司将根据具体合作项目的进展情况，依



法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 

 

 

 

常州同惠电子股份有限公司 

董事会 

2023 年 3 月 21 日 


